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[bookmark: BookMark2][bookmark: _Toc205469309]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由江苏传艺科技股份有限公司提出。
本文件由中国中小企业协会归口。
本文件起草单位：江苏传艺科技股份有限公司、XXX、XXX。
本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

[bookmark: BookMark4]

消费电子 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板 通用技术条件
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc205454003][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc205459802][bookmark: _Toc205469310]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了笔记本电脑键盘薄膜开关线路板的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用笔记本电脑键盘薄膜开关线路板的设计、生产和检验。
在不引起混淆的情况下，“笔记本电脑键薄膜开关线路板”以下简称“线路板”。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc205454004][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc205459803][bookmark: _Toc205469311]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 2036 印制电路术语
GB/T 2423.17 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾
GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 4588.3 印制板的设计和使用
GB/T 4677-2002 印制板测试方法
GB/T 13557-2017 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法
GB/T 14515-2019 单、双面挠性印制板分规范
GB/T 16261 印制板总规范
GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/T 37876 电子电气产品有害物质限制使用符合性评价通则
SJ 20828A 印制板合格鉴定用测试图形和布设总图
QJ 519A 印制电路板试验方法	
[bookmark: _Toc205454005][bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc205459804][bookmark: _Toc205469312]术语和定义
GB/T 2036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

笔记本电脑键薄膜开关线路板 notebook computer key film switch circuit boards
[bookmark: OLE_LINK3]运用丝网印刷技术，按预先设计的接点和电路将导电银浆印刷到聚酯薄膜基材上制成的专门用于笔记本电脑键盘薄膜开关的柔性线路板。
[bookmark: _Toc205454006][bookmark: _Toc204358291][bookmark: _Toc204358652][bookmark: _Toc205459805][bookmark: _Toc205469313]技术要求
[bookmark: _Toc205454007][bookmark: _Toc205459806]一般要求
材料
线路板所使用的聚酯薄膜基材、导电银浆等材料应符合设计要求，并经检验合格后方可使用。
设计
线路板设计应符合GB/T 16261、GB/T 14515-2019、GB/T 4588.3等标准的规定，如果线路板采购文件中对个别设计参数没有作出规定，那么线路板的设计、测试图形的设计、数量、位置和用途应按SJ 20828的规定执行，并反映线路板设计的最薄弱环节。
[bookmark: _Toc205454008][bookmark: _Toc205459807][bookmark: OLE_LINK6]外观
导线
线路板不应有短路。
导体不应有裂缝。
导线上所允许缺口和针孔的缺损的宽度（W1）应不大于W/2，且长度（L）应不大于2W。
W为导线宽度。
导线连接盘上的缺损面积应不小于连接盘有效面积的10%。
孔周焊盘的缺损应大于孔周长的1/3。
相邻导线间距（S）的残留铜或突出部分与导线间的距离应不小于S/2。
宽阔区域内的残留铜或突出部分距线路板外缘的距离应不小于0.125 mm；在此区域内的残留铜或突出部分与相邻导体图形的距离应不小于0.125 mm。
宽阔区域是指导体图形周围的0.375 mm 范围内不进行布线的区域。
厚度为t的导线表面因腐蚀所产生的凹坑深度应不大于t/3，凹坑不应横跨导线宽度。
导线宽度（W）的分层宽度（W1）和长度（L）应符合下列规定：
有覆盖层保护时：L≤W及W1≤W/2。
无覆盖层保护时：1/W≤1/4及W1/W≤1/4。
在厚度为t的导体上，其划痕深度应不大于t/3。
被覆盖层保护的导体有变色情况下，经相对湿度60%、温度40 ℃、96 h处理后，变色无明显增加。
覆盖层
覆盖层允许的气泡应符合表1的规定。
允许的气泡
	区域
	要求

	导线外的气泡
	如每个气泡不大于0.8 mm×0.8 mm且距板边缘或覆盖层开口不小于1.0 mm，则位于导线外随机位置的分离总数在任何25 mm×25 mm覆盖层表面积内应不超过三个且气泡不能横跨两根导线之间

	导线上的气泡
	导线上不允许有气泡，非导体区的气泡宽度不应超过导线间距的1/3, 且气泡在焊接后不能有扩散

	总气泡
	气泡的长度应不大于10 mm

	覆盖层未层压
	沿覆盖层外缘不应有覆盖层未层压


导电性夹杂物应符合4.2.1.6和4.2.1.7的规定。
非导电性夹杂物允许值应符合表2的规定。
非导电性夹杂物允许值
单位为毫米
	厚度（t）
	宽度（W）
	长度（L）

	t≤0.1
	W≤0.3
	L≤3


沿线路板四周边缘不应有目视可见的覆盖层或覆盖涂层的分层或剥离。
覆盖层粘接剂的溢出、覆盖涂层或感光性阻焊剂的渗出应符合下列规定：
覆盖层及覆盖涂层压痕深度应不大0.1 mm，当测量有困难时，可用背面突出的高度代替压痕的深度。
覆盖层或覆盖涂层表面不应有严重划痕、裂缝、破裂及粘接层的剥落。在覆盖层或覆盖涂层上有划痕，其深度不应露出导线。
镀层
一个镀覆孔内空洞数应不超过三个；空洞面积的总和应小于相对于镀覆孔内壁全部面积的1/3。
导线与覆盖层之间镀层的渗出应不大于0.5 mm。
导线与基底膜之间镀层的渗出应符合4.2.2.1的规定。
外形边缘和冲切孔
线路板不应有撕裂或缺口。但在切口的拐角处允许有裸眼看不出的撕裂或缺口。
毛刺高度应不超过0.1 mm。不应有可能会造成电气短路的导线端面的毛刺。
位于外形边缘部位的丝状毛刺长度应不大于1.0 mm，位于孔处的丝状毛刺垂度应不大于0.3 mm，毛刺应不容易脱落。
表面附着物
热固性粘接剂
在覆盖层或覆盖涂层表面允许有用蘸异丙醇的棉球棒擦拭不掉的已固化的粘接剂、覆盖层或覆盖涂层的碎片及纤维。当有总厚度要求时，包括表面粘接剂的总厚度应符合设计要求。
助焊剂残留
用蘸异丙醇的棉球棒擦拭时，不应被污染。
残留胶粘剂
允许残留的粘接剂的直径（d）及个数应符合下列规定：
1. [bookmark: OLE_LINK4]1.0 mm≤d＜2.0 mm，每片线路板不超过1 个；
0.1 mm≤d＜1.0 mm，每片线路板不超过5 个。
褶皱
不应有影响线路板使用特性及装配的严重皱褶，包括：皱褶、折痕、扭折。
压痕
[bookmark: OLE_LINK5]压痕的深度应不大于0.1 mm。当测量有困难时，可用背面突出的高度代替压痕的深度，压痕的形状、大小、深度等难以判断时，由供需双方协商。
基底膜面
基底磨面的外观应符合下列规定：
1. 压痕的深度应不大于0.1 mm，当测量有困难时，可用背面突出的高度代替压痕的深度；
划痕深度应不大于t/3，薄膜面不应有严重压痕、裂缝、破裂及粘接层的剥落。
t为基底膜的厚度。
标记符号
标记符号应能识别。
[bookmark: _Toc205454009][bookmark: _Toc205459808]尺寸
外形尺寸
外形尺寸（长和宽）公差应符合表3的规定。
[bookmark: OLE_LINK7]外形尺寸公差
	外形尺寸（长和宽）
	公差

	[bookmark: _Hlk205390545]≤100 mm
	±0.30 mm

	＞100 mm
	±0.3%


厚度
厚度公差应符合表4的规定。
厚度公差
	厚度
	公差

	≥0.15 mm
	±20%

	＜0.15 mm
	由供需双方协商


孔径
成品孔径公差应符合表5的规定。
成品孔径公差
	孔径（t）
mm
	公差
mm

	t≥0.8
	±0.20

	0.2＜t＜0.8
	±0.10

	t≤0.2
	±0.05


导线宽度
导线宽度公差应符合表6的规定。
导线宽度公差
	导线宽度（W）
	公差

	[bookmark: OLE_LINK10]W＜0.05 mm
	由供需双方协商

	[bookmark: OLE_LINK11]0.05 mm≤W＜0.10 mm
	±0.025 mm

	[bookmark: OLE_LINK12]0.10 mm≤W＜0.20 mm
	±0.05 mm

	[bookmark: OLE_LINK13]0.20 mm≤W＜0.30 mm
	±0.08 mm

	0.30 mm≤W＜0.50 mm
	±0.10 mm

	W≥0.50 mm
	±20%


导体节距来的累积公差
导体节距不小于0.30 mm时，导体节距的累计公差应为±0.30%。
孔中心距
孔中心距公差应符合表7的规定。
孔中心距公差
	孔中心距
	公差

	＜100 mm
	±0.30 mm

	≥100 mm
	±0.3%


[bookmark: OLE_LINK14]导线到板边缘最小距离
导线到板边缘最小距离应不小于0.5 mm。
位置公差
孔位的公差
成品的孔位相对于基准图形或基准孔的公差，当设计尺寸小于100 mm时，公差为±0.3 mm，设计尺寸大于或等于100 mm，公差应在设计尺寸的±0.3%以内，但不包括导通孔孔位公差。
冲切外形的偏移
外形不应与导线相切，但不包括电镀工艺导线。
镀覆孔的镀铜层最小厚度
镀覆孔的镀铜层最小厚度应大于0.005 mm。
[bookmark: _Toc205454010][bookmark: _Toc205459809]物理性能
剥离强度
导线剥离强度应不小于0.49 N/mm。
覆盖层剥离强度应不小于0.34 N/mm。
镀层附着力
不应有镀层剥落现象。
耐挠曲性
经试验后线路板表面无裂缝、起泡、微裂纹或分层等缺陷。
耐折性要求
经试验后线路板表面无裂缝、起泡、微裂纹或分层等缺陷。
[bookmark: _Toc205454011][bookmark: _Toc205459810]电性能
导线电阻
应由供需双方商定。
表面绝缘电阻
表面绝缘电阻应符合下列规定：
1. [bookmark: OLE_LINK1]验收状态时，不小于5×108 Ω；
湿热处理后，不小于1×108 Ω。
表面耐电压
当施加500 VAC时，不应有飞弧产生。
电连通
线路板各电路的规定电之间应是电连通的。
短路
线路板的导电图形之间不应出现短路现象。
[bookmark: _Toc205454012][bookmark: _Toc205459811]环境性能
温度循环
应满足供需双方协定的参数项目和试验前后的性能变化。
耐湿
应满足供需双方协定的项目、试验条件和试验前后的要求。
耐热冲击
应满足供需双方协定的项目、试验条件和试验前后的要求。
镀覆孔的耐热冲击
试验后的镀通孔电阻变化率应不大于20%。
耐离子迁移
试验后的电阻应不小于108 Ω。
晶须
应由供需双方商定。
耐盐雾
测试项目和参数指标应符合供需双方商定的要求。
[bookmark: _Toc205454013][bookmark: _Toc205459812]清洁度
线路板的离子污染度应不超过1.56 μg/cm2氯（离子当量）。
[bookmark: _Toc205454014][bookmark: _Toc205459813]阻燃性
应符合采用基材的阻燃等级。
[bookmark: _Toc205454015][bookmark: _Toc205459814]限用物质
应符合GB/T 26572的规定。
[bookmark: _Toc205454016][bookmark: _Toc205459815][bookmark: _Toc205469314]试验方法
[bookmark: _Toc205454017][bookmark: _Toc205459816]外观质量
在常态条件下，使用4.5/4.5的正常或矫正视力及3倍～10倍的放大镜进行目检。
[bookmark: _Toc205454018][bookmark: _Toc205459817]尺寸
按GB/T 13557-2017的第6章的规定执行。检验应在放大倍数最小为3倍的光学仪器下进行，如果有不清楚的缺陷，可以改用更高放大倍数的放大镜来检验。对于有尺寸要求的精确测量，可采用带十字标线和刻度的光学仪器。如果采购文件有特殊要求，应采用采购文件规定的放大倍数的放大镜。
尺寸检验应采用满足精度要求的量具。
[bookmark: _Toc205454019][bookmark: _Toc205459818]物理性能
剥离强度
[bookmark: OLE_LINK8]导线剥离强度按GB/T 13557-2017中7.2的规定执行。
覆盖层剥离强度先把宽10 mm试样粘接于铜箔光泽面上，再按GB/T 13557-2017中7.2的规定执行。
镀层附着力
按GB/T 4677-2002中8.1.1的规定执行。
耐挠曲性
耐挠曲性试验方法如下：
1. 有覆盖层的印制板试验前应根据供需双方协定的挠曲半径、往返挠曲速率和往返弯曲次数要求进行；
弯曲速率推荐为1000次每分钟或更高，以节省试验时间；
[bookmark: OLE_LINK15]耐挠曲性检验应按GB/T 13557-2017中7.3的规定执行。
耐折性要求
耐折性试验方法如下：
1. 有覆盖层的印制板试验前应根据供需双方协定的折曲半径、负荷和折弯次数要求进行；
耐折性检验应按GB/T 13557-2017中7.4的规定执行。
[bookmark: _Toc205454020][bookmark: _Toc205459819]电性能
导线电阻
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK9]按GB/T 4677-2002中6.1.1方法3a的规定执行。
表面绝缘电阻
表面绝缘电阻试验方法如下：
1. 验收状态按GB/T 4677-2002中6.1.1方法3a的规定执行；
湿热处理后按QJ 519A的规定执行。
表面耐电压
[bookmark: OLE_LINK17]按GB/T 4677-2002中6.5.1的规定执行。
电连通
按GB/T 4677-2002中6.2.2的规定执行。
短路
按GB/T 4677-2002中6.2.1的规定执行。
[bookmark: _Toc205454021][bookmark: _Toc205459820]环境性能
温度循环
[bookmark: OLE_LINK19]试验中试样经受的测试条件按GB/T 14515-2019中附录A的规定执行，具体参数值的测试方法由供需双方商定。
耐湿
[bookmark: OLE_LINK18]按QJ 519A的规定执行。
耐热冲击
耐热冲击试验方法如下：
1. 高温浸渍后的耐热冲击检验应按GB/T 4677-2002中9.2.3的规定执行；
高低温循环后的耐热冲击检验应按GB/T 4677-2002中9.2的规定执行。
镀覆孔的耐热冲击
按GB/T 4677-2002中 9.2的规定执行。
耐离子迁移
[bookmark: OLE_LINK20]按GB/T 14515-2019中附录B的规定执行。
晶须
按GB/T 14515-2019中附录C的规定执行。
耐盐雾
[bookmark: OLE_LINK21]按GB/T 2423.17的规定执行。
[bookmark: _Toc205454022][bookmark: _Toc205459821]清洁度
按GB/T 4677-2002中第10章的规定执行。
[bookmark: _Toc205454023][bookmark: _Toc205459822]阻燃性
按GB/T 13557-2017中10.2的规定执行。
[bookmark: _Toc205454024][bookmark: _Toc205459823]限用物质
按GB/T 37876的规定执行。
[bookmark: _Toc205454025][bookmark: _Toc205459824][bookmark: _Toc205469315]检验规则
[bookmark: _Toc205454026][bookmark: _Toc205459825]检验分类
分为出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc205454027][bookmark: _Toc205459826]组批
同一材料、同一规格（型号）、同一工艺连续生产的产品为一批。
[bookmark: _Toc205454028][bookmark: _Toc205459827]出厂检验
产品经检验合格后方可出厂。
出厂检验项目为外观、尺寸。
出厂检验抽样按GB/T 2828.1-2012的规定，正常检验一次抽样方案检验水平为Ⅱ，合格质量水平（AQL）为6.5，抽样方案应符合表8的规定。
抽样方案
	批量范围
	样本数

	26～50
	8

	51～90
	13

	91～150
	20

	151～500
	32

	501～1200
	50

	1201～3200
	80

	3201～10000
	125

	10001及以上
	200

	批量数26以下应全数检验。


[bookmark: _Toc205454029][bookmark: _Toc205459828]型式检验
有下列情况之一时，应进行型式检验：
1. 正常生产时每一年进行一次；
新产品或老产品转产的试制定型鉴定时；
当工艺、主要材料和设计发生重大改变，可能影响产品质量或产品性能时；
停产半年及以上恢复生产时；
国家有关行政管理部门提出型式检验要求时。
型式检验项目为第4章除4.1外的全部项目。
型式检验样品从出厂检验合格的样品中随机抽取，数量应满足试验要求。
[bookmark: _Toc205454030][bookmark: _Toc205459829]判定规则
全部项目检验结果符合本文件规定时，则判定该批产品为合格产品。
若有一项及以上项目检验结果不符合本文件规定，应重新以加倍量选取样品进行复验；复检结果合格的，则判定该批产品合格，复检结果仍有一项及以上项目检验结果不符合本文件要求时，则判定该批产品不合格。
[bookmark: _Toc205454031][bookmark: _Toc205459830][bookmark: _Toc205469316]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc205454032][bookmark: _Toc205459831]标志
线路板应有清晰易见的表面标志。一般包括下列内容：
1. 公司名称；
产品型号、规格及名称；
数量；
制造日期。
产品的使用说明；
制造厂名称、地址、商标；
执行标准编号。
包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。
[bookmark: _Toc205454033][bookmark: _Toc205459832]包装
内包装
线路板套在聚氯乙烯薄膜袋内，附产品标签，标明公司名称、产品型号和数量，贴于将薄膜袋外。客户特殊如有要求，按客户要求执行。
外包装
应能防止运输时的损坏，并能耐震、防雨、防潮、防尘和适用水、陆、路等装卸要求。外包装箱上应标志以下内容：
1. 公司名称、商标；
产品名称、型号；
包装箱的外形尺寸及毛重；
收货单位名称、地址；
按GB/T 191规定标上“小心轻放”“向上”“防潮”等标志。
[bookmark: _Toc205454034][bookmark: _Toc205459833]运输
运输过程中应防震、防碰撞、防挤压和堆压，避免日晒、雨淋和雨雪的侵袭，不应与其他腐蚀性物品混运。
[bookmark: _Toc205454035][bookmark: _Toc205459834]贮存
应贮存在干燥、阴凉、通风处，避免日晒和雨淋，禁止与其他腐蚀性物品混存。
经包装的产品可储存温度为10 ℃～30 ℃，相对湿度不大于70%。时间根据不同的表面处理方式和生产工艺流程而定。
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